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二、说明、目录、图表目录

封装基板已经成为封装材料细分领域销售占比最大的原材料，占封装 材料比重超过50%，全

球市场规模接近百亿美金。有机封装基板主要用于消费电子领域，目前是封装基板的主流产

品，根据数据统计，有机封装基板的产值占整个IC封装基板的80%。

随着国内封装基板产业升级，本土封装基板需求将迅速提升。2016年国内封装基板市场规模

达80亿元，占封装材料比重接近30%，远远低于全球50%的占比。

全球封装基板的主要生产商集中于我国台湾、韩国和日本三地，全球前十大封装基板厂商占

据80%以上的份额，

中企顾问网发布的《2023-2029年中国IC封装基板市场评估与发展前景报告》报告中的资料和

数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及共研

分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用共研自主建立的产业分析模

型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，是企业

布局煤炭综采设备后市场服务行业的重要决策参考依据。
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